福建理工大学因公临时出国（境）团组事后信息公示表

组团单位：福建理工大学  公示时间：2024年1月23日——2024年1月31日

	出

访

任

务
	赴新加坡第五届材料科学与制造工程国际会议（MSME 2024）
	团组负责人
	团组实际支出经费

	
	
	戴品强
	

	团

组

成

员
	姓名
	工作单位及职务
	个人主要公务

	
	戴品强
	材料科学工程与工程学院，教师
	作学术报告

	
	林光磊
	材料科学工程与工程学院，教师
	作学术报告

	
	洪春福
	材料科学工程与工程学院，教师
	作学术报告

	公

务

行

程
	时间
	国家
	城市
	主要公务完成情况

	
	2024.1.18
-2024.1.21
	新加坡
	新加坡
	2024年1月19日上午戴品强教授作了题为 “Synthesis and characterization of HEA/Ag/HEA thin films for light reflection（光反射用HEA/Ag/HEA薄膜的制备与组织结构研究）” 的报告；洪春福副教授作了题为“Effect of Ag content on the microstructure and mechanical properties of TiAlN/Ag nanocomposite films（Ag含量对TiAlN/Ag纳米复合薄膜微观结构和力学性能的影响研究）”的报告。19日下午林光磊教授作了题为“Optimization of heat source parameters for MIG welding of AZ61A magnesium alloy based on response surface method（基于响应面反应法的AZ61A镁合金MIG焊热源参数优化研究）”的报告。会议上展示了我校在此领域的最新研究成果并回答现场同行的提问与交流。会议听取了新加坡、日本、印度等国家和台湾地区的同行专家学者的学术报告；20日上午参观了南洋理工大学材料学院实验室，20日下午参观了材料热处理公司。通过参加此次会议帮助我校教师了解材料制备与表征技术的最新研究趋势，学习到先进的研究理念和技术方法，同时也更好地展示我校在材料科学领域的研究成果，增加了我校的知名度。
特殊情况说明：无
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	（另附后页）
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